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1. はじめに

　近年のエレクトロニクス製品／技術の発展・変化は著し
いどころか目まぐるしくすら感じられる。この中でプリン
ト配線板 (PWB)に要求されている課題は，微細化，高性能
化，軽量化（薄膜化），省電力化，低コスト化である。これ
をわれわれのテーマ（キーワード）に置き換えると，パ
ターンめっきでの均膜性の向上，薄膜でのビアフィリン
グ，放熱対応技術（スルーホールフィリング，ビアの大径
化対応），平坦基板への密着性確保，めっきの高速化，歩留
まり向上（高品質めっき），低コスト化対応，半導体対応，
部品内蔵基板対応，3次元実装化対応，などとなる。
　今回，表題に表されるような大局的な観点とはかなり異
なるが，「めっき技術」の観点から PWBの現状と将来に係
わるトピックスを紹介する。

2. PWB対応めっき関連技術

2.1	 各種ビアフィリング (VF) めっき

　1990年代後半から，VF技術はパッケージ用途のビルド
アップ基板に採用され始めた。この用途は世代毎にファイ
ン化対応が求められ，薄膜フィルド，パターン粗密対応の
膜厚均一性が要求されている。
　2000年代後半からは，携帯端末の発展・高性能化に牽引
される形で，マザーボードにも VF技術が採用されるよう
になり，今では，スマートフォンに代表される携帯端末の
多くにスタックビアを有するエニーレイヤー構造が採用さ
れるようになった。ビアの形状は，ファイン化で径が小さ
く，樹脂厚が薄くなる方向，薄めっき厚でフィリングする
方向（図 1），あるいは放熱・大容量化の対応のため，大径
化する方向の動きもある。最近では，生産性向上，コスト
低減の目的から高速化のニーズも出てきている。車載用途
にはスルーホール混在基板もある。
　スルーホールフィリングめっきも CSP基板を中心にかな
り採用されてきている。今後は BGAやパッケージ基板の
コア層用途への展開が検討されているが，信頼性の面から
ボイドフリー化の要求がある。

2.2	 平滑樹脂対応高密着無電解銅めっき

　情報処理の高速化や大容量化から，高周波対応が基板に
求められている。その 1つが基板表面の平坦（低粗度）化
である。基板表面が平坦になり，かつ回路が細くなると，
基板と回路（めっき膜）間の密着性確保が難しくなる。そ
のため，従来の物理的なアンカー効果による密着から，基
材を荒らさずに密着を得るプロセスが要求されている（図
2）。樹脂材料も各社各様であり，これらすべてに対応する
低粗度表面対応のデスミア，無電解銅プロセスが望まれて
いる。
2.3	 PWB 用各種エッチングプロセス

2.3.1 ドライフィルム (DFR)ラミネート前処理
　DFRの貼り付け前に銅表面に緻密な凹凸を形成させ，そ
のアンカー効果で銅－DFR間の密着力を向上することがで
きる。主成分は過酸化水素／硫酸系が一般的である。近年
は，よりファインな回路形成要求から，銅表面の凹凸もよ
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図 1. 薄めっき厚でのフィリング性比較 (125 μmΦ–70 
μmD)1)

(1) 従来プロセス (2) 開発プロセス

図 2.　各種樹脂材料への回路形成 (L/S = 6/20 μm)

(1) 低粗度　Ra ： 50 nm (2) 高粗度　Ra ： 550 nm(2) Ra 550nm (1) Ra 50nm


